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(54) Bezeichnung : DRUCKUBERTRAGUNGSPLATTE ZUR DRUCKUBERTRAGUNG EINES BONDINGDRUCKS
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(57) Abstract: The invention relates to a pressure transfer plate for pressure transter of a bonding pressure, particularly in thermo-
compression bonding, from a pressure application device to a wafer comprising: - a first pressure face for making contact with the
pressure application device, - a second pressure face, facing away from the first pressure face, having an effective contact area for
making contact with and applying pressure to said wafer, wherein at least the effective contact area has a low adhesion capability in
relation to the wafer. The invention further relates to an application of the pressure transfer plate in bonding.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriftt eine Druckiibertragungsplatte zur Druckiibertragung eines Bondingdrucks,
insbesondere beim Thermokompressionsbonden, von

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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einer Druckbeaufschlagungseinrichtung auf einen Wafer mit: - einer ersten Druckseite zur Kontaktierung der
Druckbeaufschlagungseinrichtung, - einer zweiten, der von der ersten Druckseite abgewandten Druckseite mit einer wirksamen
Kontaktfliche zur Kontaktierung und Druckbeaufschlagung des Wafers, wobei zumindest die wirksame Kontaktfliche eine
geringe Adhédsionsfahigkeit gegeniiber dem Wafer aufweist. Weiterthin betrifft die Erfindung einer Verwendung der
Druckiibertragungsplatte beim Bonden.



